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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に着色有機質層と、
　前記着色有機質層を覆うオーバーコート層と、
　前記オーバーコート層の上に設けられた無機質固体層とを有し、
　前記無機質固体層の上に複数の第１の電極と、
　有機発光層と、
　複数の第２の電極とを有し、
　前記第１の電極と前記第２の電極とが重なり合う領域であって前記有機発光層の第１の
電極及び第２の電極と接する領域が発光部であり、
　前記複数の第１の電極における隣接する電極側の端部と、隣り合う前記第１の電極間と
を覆うように設けられた絶縁層と
　前記第１の電極が設けられていない領域における無機質固体層上に設けられ、当該第１
の電極と離間して設けられた保護層とを有する有機ＥＬ表示装置。
【請求項２】
　前記保護層が表示領域の外に形成されている請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項３】
　前記保護層が導電性を有し、前記第１の電極と絶縁して形成されている請求項１又は２
に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項４】
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　前記保護層が、前記オーバーコート層が設けられている範囲の内側から外側まで延在さ
れている請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項５】
　前記保護層と前記第１の電極とが同一プロセス層である請求項１，２，３又は４に記載
の有機ＥＬ表示装置。
【請求項６】
　前記有機発光層によって白色が発光され、前記着色有機質層はＲ、Ｇ、Ｂのカラーフィ
ルタである請求項１から請求項５のうちいずれか１項に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項７】
　前記有機発光層と前記着色有機質層との間に少なくとも１種類の色変換層を有し、当該
色変換層は、当該有機発光層により発光した光を異なる色の光に変換する請求項１から請
求項５のうちいずれか１項に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項８】
　基板に着色有機質層を形成するステップと、
　前記着色有機質層を覆うようにオーバーコート層を形成するステップと、
　前記オーバーコート層の上に無機質固体層を形成するステップと、
　前記無機質固体層の上に複数の第１の電極を形成するステップと、
　前記無機質固体層の上であって、前記複数の第１の電極の外側に保護層を形成するステ
ップと、
　前記第１の電極及び前記保護層の上から前記基板を洗浄するステップと、
　前記複数の第１の電極の上に開口絶縁層を形成するステップと、
　有機発光層を形成するステップと、
　前記第１の電極の上に設けられた有機発光層の上に第２の電極を形成するステップと、
を有する有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項９】
　前記第１の電極と前記保護層とが同一工程で形成される請求項８に記載の有機ＥＬ表示
装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記第２の電極を互いに分離するための隔壁を形成するステップを更に有する請求項８
に記載の有機ＥＬ表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は有機エレクトロルミネッセンス（以下、本明細書では有機ＥＬと略称する）表
示装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬディスプレイに用いられる有機ＥＬ素子基板は、電極間に挟持された薄膜状の
有機化合物層を備えている。その電極間に電流を流すことによって有機化合物が発光する
。この有機ＥＬディスプレイをフルカラー化する方法の一つとして、カラーフィルタ方式
の手法がある。このような有機ＥＬ表示装置は例えば特許文献１に記載されている。
【０００３】
　カラーフィルタ方式による有機ＥＬディスプレイのフルカラー化手法は、白色に発光す
る有機ＥＬ素子を三原色のカラーフィルタ層と組み合わせて、フルカラー化を実現するも
のである。図９は従来の有機ＥＬ表示装置２の断面の一部を示した図である。図９に示さ
れるように、従来の有機ＥＬ表示装置２は、ガラス基板２０１の上にＲＧＢ（赤、緑、青
）からなるカラーフィルタ２０２が形成され、その上からアクリル系樹脂などの透明な樹
脂でオーバーコート層２０３が形成される。
【０００４】
　更にその上に、カラーフィルタ２０２及びオーバーコート層２０３が含有する微量の水
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分や溶媒、有機化合物が有機ＥＬ素子を劣化させることを防ぐために、無機質固体層２０
４が形成される。その上に陽極である透明導電膜２０５がパターニングされ、開口絶縁層
２０６で覆われる。その上から白色光を発する有機膜２０７が堆積され、その上に陰極２
０８が形成される。透明導電膜２０５、陰極２０８間に電流を流すと、有機膜２０７が白
色光を発する。有機膜２０７から発せられた白色光は透明導電膜２０５を透過しカラーフ
ィルタ２０２へ入射する。有機膜２０７の下方層、すなわち透明導電膜２０５、無機質固
体層２０４、オーバーコート層２０３及びガラス基板２０１は透明性を有する素材で構成
される。白色光はＲＧＢからなるカラーフィルタ２０２へ入射することによって、ＲＧＢ
それぞれに色分けされ、フルカラー化を実現する。この他、有機ＥＬ表示装置は陰極２０
８と接続される図示しない補助配線を有する。
【０００５】
　上記の無機質固体層２０４は上述の通り水分や有機化合物から有機ＥＬ素子を保護する
ものであり、歩留まりに影響する非常に重要な役割を担う。無機質固体層２０４が不完全
であると、表示特性を変化させてしまう。例えば、素子完成後経時的に劣化し、図１０に
示すような非発光部Ｒが生じるという問題が知られている。無機質固体層２０４は有機Ｅ
Ｌ表示装置において非常に重要な役割を担う。ここで、図１０中に点線で示されるのは図
９における透明導電膜２０５であり、透明導電膜２０５と直交するように、陰極形成用の
隔壁１１１が設けられている。
【特許文献１】特開平０９－２１２１０６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述の従来の有機ＥＬ表示装置では以下に示す問題があった。上記の有機ＥＬ表示装置
の製造工程では通常、基板上に付着した異物を除去するため、主に陽極の透明導電膜２０
５や図示しない補助配線金属膜をパターニングした後に洗浄を行う。洗浄は高圧超純水を
供給し、高密度ブラシ等によって行う。この際、洗浄面に露出している無機質固体層２０
４が傷つけられてしまう場合がある。無機質固体層２０４が高密度ブラシによって傷付け
られてしまうと、上述の水分による有機ＥＬ素子の劣化を防ぐという非常に重要な役割が
損なわれてしまう。特にこの問題は無機質固体層を薄く形成した場合に顕著になる。上記
した問題はＣＣＭ（カラーチェンジングマテリアル）方式の有機ＥＬディスプレイでも同
様に存在する。
【０００７】
　本発明はこのような問題を解決するためになされたものであり、有機ＥＬ表示装置の製
造工程中における洗浄工程において無機質固体層に傷が付くのを防ぎ、有機ＥＬディスプ
レイの歩留まりの向上及び経時的な表示欠陥が生じ難い有機ＥＬ表示装置を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の態様にかかる有機ＥＬ表示装置は、基板上に着色有機質層と、前記着色
有機質層を覆うオーバーコート層と、前記オーバーコート層の上に設けられた無機質固体
層とを有し、前記無機質固体層の上に複数の第１の電極と、有機発光層と、複数の第２の
電極とを有し、前記第１の電極と前記第２の電極とが重なり合う領域であって前記有機発
光層の第１の電極及び第２の電極と接する領域が発光部であり、前記複数の第１の電極に
おける隣接する電極側の端部と、隣り合う前記第１の電極間とを覆うように設けられた絶
縁層と、前記第１の電極が設けられていない領域における無機質固体層上に設けられ、当
該第１の電極と離間して設けられた保護層とを有するものである。このような構成によっ
て保護層が無機質固体層を保護し、経時的な表示欠陥が生じ難い有機ＥＬ表示装置を提供
することができる。
【０００９】
　本発明の第２の態様にかかる有機ＥＬ表示装置は、上述の有機ＥＬ表示装置において、
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前記保護層が表示領域の外に形成されているものである。これにより、洗浄工程において
、表示領域外で無機質固体層が露出されている領域が保護層により保護されているため、
洗浄工程によるダメージを受けることなく、これらダメージによる異物が表示欠陥を引き
起こしたり、ダメージ箇所から水分・溶媒等が表示領域に拡散し表示欠陥となるのを防ぐ
ことができる。
【００１０】
　本発明の第３の態様にかかる有機ＥＬ表示装置は、上述の有機ＥＬ表示装置において、
前記保護層が導電性を有し、前記第１の電極と絶縁して形成されているものである。これ
により、第１の電極と保護層とを同一材料で同一層に形成することができる。
【００１１】
　本発明の第４の態様にかかる有機ＥＬ表示装置は、上述の有機ＥＬ表示装置において、
前記保護層が前記オーバーコート層が設けられている範囲の内側から外側まで延在されて
いるものである。これにより洗浄工程によるダメージを受け易い部位を好適に保護するこ
とができる。
【００１２】
　本発明の第５の態様にかかる有機ＥＬ表示装置は、上述の有機ＥＬ表示装置において、
前記保護層と前記第１の電極とが同一プロセス層であるものである。これにより、製造工
程の工程数を減らすことができる。
【００１３】
　本発明の第６の態様にかかる有機ＥＬ表示装置は、上述の有機ＥＬ表示装置において、
前記有機発光層によって白色が発光され、前記着色有機質層はＲ、Ｇ、Ｂのカラーフィル
タであるものである。
【００１４】
　本発明の第７の態様にかかる有機ＥＬ表示装置は、上述の有機ＥＬ表示装置において、
前記有機発光層と前記着色有機質層との間に少なくとも１種類の色変換層を有し、当該色
変換層は、当該有機発光層により発光した光を異なる色の光に変換するものである。
【００１５】
　本発明の第８の態様にかかる有機ＥＬ表示装置の製造方法は、基板に着色有機質層を形
成するステップと、前記着色有機質層を覆うようにオーバーコート層を形成するステップ
と、前記オーバーコート層の上に無機質固体層を形成するステップと、前記無機質固体層
の上に複数の第１の電極を形成するステップと、前記無機質固体層の上であって、前記複
数の第１の電極の外側に保護層を形成するステップと、前記第１の電極及び前記保護層の
上から前記基板を洗浄するステップと、前記複数の第１の電極の上に開口絶縁層を形成す
るステップと、有機発光層を形成するステップと、前記第１の電極の上に設けられた有機
発光層の上に第２の電極を形成するステップと、を有するものである。このような構成に
よって保護層が無機質固体層を保護し、経時的な表示欠陥が生じ難く、洗浄工程による洗
浄ダメージを抑制した有機ＥＬ表示装置を提供することができる。
【００１６】
　本発明の第９の態様にかかる有機ＥＬ表示装置の製造方法は、上述の有機ＥＬ表示装置
の製造方法において、前記第１の電極と前記保護層とが同一工程で形成されるものである
。これにより生産性及びコストに優れた有機ＥＬ表示装置を提供することができる。
【００１７】
　本発明の第１０の態様にかかる有機ＥＬ表示装置の製造方法は、上述の有機ＥＬ表示装
置の製造方法において、前記第２の電極を互いに分離するための隔壁を形成するステップ
を更に有するものである。これにより、第２の電極を好適に形成することができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明により、有機ＥＬディスプレイの歩留まりの向上及び経時的な表示欠陥が生じ難
い有機ＥＬ表示装置及びその製造方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１９】
　以下に、本発明を適用可能な実施の形態が説明される。以下の説明は、本発明の実施形
態を説明するものであり、本発明は以下の実施形態に限定されるものではない。
【００２０】
　図１（ａ）は本実施の形態における有機ＥＬ素子基板１０の一部分を表す断面図である
。図によれば、ガラス基板１０１の上にＲＧＢ（赤、緑、青）からなるカラーフィルタ１
０２が形成され、その上からオーバーコート層１０３が形成される。その上に、カラーフ
ィルタ１０２が含有する微量の水分や溶媒等が有機ＥＬ素子を劣化させることを防ぐため
に、無機質固体層１０４が形成される。無機質固体層１０４はその上から形成される透明
導電膜１０５との密着性を向上させる効果も併せ持つ。無機質固体層１０４の上に保護パ
ターン１０９及び透明導電膜１０５が形成される。保護パターン１０９は、透明導電膜１
０５の領域以外の無機質固体層１０４をできるだけ多く被覆するように配置されている。
そして、この保護パターンを導電性物質で構成する場合には、透明導電膜１０５と導電し
ないように形成されている。そして、透明導電膜１０５のパターンエッジを保護する目的
と画素分離のため、開口絶縁膜１０６のパターンが形成される。更に、陰極形成時に陰極
を分離する目的で逆テーパー形状の隔壁（図示せず）が形成され、その上から有機膜１０
７が堆積され、その上に陰極１０８が形成される。以上が有機ＥＬ表示素子の多層構造の
構成である。
【００２１】
　有機ＥＬ表示装置は通常、透明導電膜１０５を信号電極とし、陰極１０８を走査電極と
してパッシブマトリックス駆動を行うようにする。素子形成上、この構成のものが製造し
やすいからである。また逆に、透明導電膜１０５を走査電極とし、陰極１０８を信号電極
として形成することもできる。開口絶縁膜１０６に設けられた開口部において有機膜１０
７に電流が流れ、この領域の有機膜１０７が発光する。即ち、開口部の有機膜１０７が発
光部となる。複数の発光部がマトリクス状に設けられている領域全体が表示領域となる。
【００２２】
　ガラス基板１０１は有機ＥＬ素子基板１０の支持体であり、本例では透明なガラス基板
としたがこれに限定されるものではない。防湿コートを施したプラスチック基板を用いる
こともできる。ガラス基板の場合、アルカリバリアー付きのソーダライムガラス基板また
は無アルカリガラス基板を用いる場合が多い。プラスチックの場合にはポリカーボネート
、ポリメタアクリレート、ポリスルホレン等が用いられる。
【００２３】
　カラーフィルタ１０２は着色された樹脂であり、互いに分離した複数の短形状のパター
ンからなる。それぞれの短形状のパターンが画素となる領域と対応するように配置される
。カラーフィルタ１０２は上記の通りＲＧＢの３色あり、ガラス基板１０１上に一様に形
成されるものではなく、画素に対応する位置に設けられる。よって、カラーフィルタ１０
２を形成した状態では、その厚みによって段差が生じている。オーバーコート層１０３は
その段差をなくすために形成される。本実施形態においてはカラーフィルタ１０２は互い
に分離して形成したが、面位置合わせのパターニングの場合もある。また、オーバーコー
ト層１０３が形成されることによって上記したようにカラーフィルタ１０２による段差が
なくなるが、カラーフィルタ形成後に研磨を行うことによって段差をなくすこともできる
。
【００２４】
　オーバーコート層１０３を形成する材料としては、アクリル樹脂等の材料がよく用いら
れるが特に制限はない。ただし、オーバーコート層１０３は発光部が外部から見えるよう
に、透明性を有することが必要である。また、形成方法としては公知の方法を採用できる
。
【００２５】
　このカラーフィルタ１０２やオーバーコート層１０３は上述の通り有機質からなる層（
有機質層）であり、水や有機溶媒等の有機物を保有しやすく、スパッタリング等による透
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明導電膜１０５作成時に、これらの有機質層から発生する水分や有機物により、透明導電
膜１０５の良好な膜形成が阻害される場合がある。また、その後においても、透明導電膜
１０５の上に設けられた有機膜１０７に水分や有機物が拡散して、発光を妨げることも知
られている。
【００２６】
　有機質層と透明導電膜１０５との密着性向上の観点からは無機質固体層１０４として酸
化ケイ素を用いることが好ましい。水分や有機物の拡散を防止する観点からは窒化ケイ素
を用いることが好ましいが、透明性とガスバリア性を両立させるためには、SiOX/SiNXの
比を最適化し用いることが多い。無機質固体層１０４には透水経路が設けられており、基
板の乾燥工程ではその透水経路を通って水分や有機物が発散され、通常時は水分や有機物
を通さないように形成される。その好適な膜厚は、例えば１～２０ｎｍ以下であり、非常
に薄い膜として形成される。
【００２７】
　透明導電膜１０５は例えばＩＴＯ（インジウム－スズ酸化物）薄膜をここでは厚さ１５
０ｎｍ程度で形成し、ウェットエッチングによってパターニングする。そのためにパター
ニング後には洗浄工程が必要となる。透明導電膜１０５のパターニング後には基板表面に
無機質固体層１０４が露出する部分がある。例えば、洗浄は高圧超純水を供給しながら高
密度ブラシを押し当てて行われるため、無機質固体層１０４の表面を傷付けてしまう場合
がある。無機質固体層１０４は上記の通り非常に薄い膜として形成されるため、傷が付く
と上記の役割を果たすことが困難となるばかりか表示欠陥の原因ともなる。
【００２８】
　有機ＥＬ素子基板１０の端部の拡大図である図１（ｂ）は図１（ａ）のカラーフィルタ
１０２、オーバーコート層１０３、無機質固体層１０４、透明導電膜１０５及び保護パタ
ーン１０９のみの構成を図示している。図１（ｂ）に示されるようにカラーフィルタ１０
２はオーバーコート層１０３によって覆われており、カラーフィルタ１０２に対応した位
置に透明導電膜１０５がパターニングされる。本発明ではカラーフィルタ１０２の存在し
ない領域において、オーバーコート層１０３が形成された領域の内側から外側まで、特に
オーバーコート層１０３のパターンエッジ領域を被覆する目的で、無機質固体層１０４の
上に透明導電膜１０５とは別に保護パターン１０９を形成している。保護パターン１０９
は、表示領域の端部に位置する透明電極１０５の外側に隣り合うようにして配置されてい
る。保護パターン１０９は透明導電膜１０５と同じＩＴＯにより形成することもできる。
保護パターン１０９を形成することにより、洗浄工程において無機質固体層１０４をブラ
シから保護することができる。透明導電膜１０５が配線として必要な部分に形成されるこ
とに対し、保護パターン１０９は配線として必要ない部分にパターニングされるものであ
る。
【００２９】
　このため透明導電膜１０５及び保護パターン１０９は、洗浄工程における無機質固体層
１０４への傷付きを防ぐことのできる間隔すなわち高密度ブラシが入り込むことのできな
い程度の間隔で相互に離間して形成されることが好ましい。乾燥工程においてカラーフィ
ルタ１０２及びオーバーコート層１０３に含有される水分や有機物を発散させうる最適な
間隔を開けてパターニングされる。間隔が広すぎれば無機質固体層１０４の露出部分が広
くなり、洗浄工程において傷がついてしまう。間隔を狭くしてしまえば乾燥工程において
水分や有機物を十分発散させることが困難になってしまうからである。更に、保護パター
ン１０９を上記したようにＩＴＯで形成する場合は間隔が狭すぎると透明導電膜１０５と
保護パターン１０９とがショートしてしまう場合もある。
【００３０】
　透明導電膜１０５は有機ＥＬ表示装置の陽極配線である。保護パターン１０９は上記の
通り無機質固体層１０４を保護するためのパターンである。保護パターン１０９と透明導
電膜１０５とはその役割において区別されるが、同一工程でパターニングすることにより
形成されてもよい。この場合、保護パターン１０９もまたＩＴＯにより形成されることに
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なり、導電体であるため透明導電膜１０５とは絶縁して形成される必要がある。透明導電
膜１０５と、保護パターン１０９とを同一工程でパターニングする場合、保護パターン１
０９の成膜及びパターニングの２工程を別に行なう必要がなくなり、生産性の低下を防ぐ
ことができる。
【００３１】
　透明導電膜１０５と保護パターン１０９とを別々の工程でパターニングする場合、どち
らか一方をパターニングした後に一度基板を洗浄する必要があることも考えられる。この
ため、まだ保護パターン１０９の形成される前の無機質固体層１０４が露出した部分を洗
浄することになり、傷の原因となる場合がある。この様な観点からも、透明導電膜１０５
と、保護パターン１０９とは同一素材により、同一工程でパターニングされることが好ま
しいと言える。
【００３２】
　開口絶縁層１０６はポリイミド樹脂などの高分子材料がよく用いられるが特に制限はな
く、十分な絶縁性を有する公知の材料を用いることができる。開口絶縁層１０６は透明導
電膜１０５のパターンエッジを保護する目的と画素分離のために設けられる。表示領域及
びその周辺に有機膜１０７が設けられ、透明導電膜１０５と陰極１０８との交差部をこの
開口部に対応させることにより画素が構成される。
【００３３】
　有機膜１０７に用いる物質としては、蛍光量子収率が高く、陰極１０８からの電子注入
率が高く、さらに電子移動度が高い化合物が有効であり、公知の有機発光性物質、たとえ
ば８－オキシノリン系錯体、テトラフェニルブタジエン、スチリル系色素、オキサジアゾ
ール系色素などを使用することができる。
【００３４】
　また、有機膜１０７の膜厚は通常１０～２００ｎｍであり、好ましくは２０～８０ｎｍ
である。なお、発光層に、正孔輸送層、界面層、電子注入層、電子輸送層等が付随するこ
とがあるが、そのような層が存在する場合には、本発明における有機膜１０７はそれらも
含んだ層を意味する。陰極１０８は例えば金属薄膜により形成される。
【００３５】
　図２、図３、図５、図６は本実施の形態にかかる有機ＥＬ素子基板１０を含む有機ＥＬ
表示装置の、製造過程を上面から見た図であり、図７は製造工程のフローチャートである
。また、図２、図３、図５、図６では簡略化して画素を２行２列のみとして示すが、実際
にはこの限りではない。図２から図６及び図７を用いて本実施の形態にかかる有機ＥＬ表
示装置の製造工程について説明する。
【００３６】
　図２（ａ）に示すように、まずガラス基板１０１にカラーフィルタ１０２を形成する（
Ｓ１０１）。カラーフィルタ１０２の膜厚は例えば１．２μｍであり、フォトリソグラフ
ィ法により形成される。次に図２（ｂ）に示すようにカラーフィルタ１０２の上からガラ
ス基板１０１上にフォトリソグラフィ法によってオーバーコート層１０３を形成する（Ｓ
１０２）。オーバーコート層１０３はカラーフィルタ１０２を覆うように形成されるので
、基板表面が平坦化される。オーバーコート層１０３の厚さは例えば１．５μｍであり、
アクリル樹脂よりなる。
【００３７】
　次に図２（ｃ）に示すようにオーバーコート層１０３の上から無機質固体層１０４を形
成する（Ｓ１０３）。無機質固体層１０４はＳｉＯ２から成るが、透明性とガスバリア性
を両立させるためには、SiOX/SiNXの比を最適化し用いる。無機質固体層１０４は、例え
ばスパッタリング法により形成される。また無機質固体層１０４の厚さは製造条件により
異なるが、例えば１ｎｍ～２０ｎｍの範囲で適宜調整され、５ｎｍとすることができる。
本実施例では、基板温度２２０℃、ターゲットとしてＳｉＯ２を、スパッタガスとしてア
ルゴンを用い、ガス圧０．７パスカルの条件でＲＦスパッタにより成膜することができる
。
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【００３８】
　無機質固体層１０４の上から全体にＩＴＯ膜を形成し、図３（ｄ）に示すように保護パ
ターン１０９及び透明導電膜１０５をパターニングする（Ｓ１０４）。図３（ｄ）に示し
た透明導電膜１０５のうち左側の２行のパターンは、後ほど形成される補助配線１１０の
パターンに合わせられている。上述の通り、保護パターン１０９の形成と透明導電膜１０
５の形成とは同一工程にて行われるほうがより好ましいが、別々の工程で行ってもよい。
【００３９】
　保護パターン１０９は透明導電膜１０５の外側、即ちカラーフィルタ１０２が設けられ
た領域の外側であって、オーバーコート層１０３が設けられた領域の内側から外側まで、
特にオーバーコート層１０３のパターンエッジ領域を被覆する目的で、無機質固体層１０
４上に設けられる。保護パターン１０９と透明導電膜１０５との間隔は上述のように高密
度ブラシが入りこまない間隔となる。水分や有機物を除去するのは有機膜１０７の劣化を
防ぎ表示欠陥を無くすためなので、基板主面に対する位置関係において画素の近傍以外の
部分は乾燥工程で水分や有機物を除去するよりも保護パターンで覆ってしまった方が好ま
しい場合がある。
【００４０】
　例えば、ＩＴＯ膜を基板温度２２０℃、スパッタガスとして酸素０．８％添加アルゴン
を用い、ガス圧０．７パスカルの条件でＤＣスパッタにより成膜する。そして、透明導電
膜１０５及び保護パターン１０９のパターンを塩酸＋塩化第二鉄水溶液でウェットエッチ
ングして製作する。この操作により無機質固体層１０４が露出する部分が形成される。例
えば透明導電膜１０５の幅は５０μｍ、隣接する透明導電膜１０５間の幅及び透明導電膜
１０５と保護パターン１０９との間の幅は１０μｍである。保護パターン１０９は画素外
の領域においても無機質固体層１０４を保護する目的でシート全体をなるべく被覆する目
的でパターニングされる。
【００４１】
　この後、洗浄工程が実施される（Ｓ１０５）。即ち図３（ｄ）に示す状態において洗浄
工程が実施される。洗浄は例えば高圧超純水を供給しながら行なわれる。基板上の透明導
電膜１０５が形成された面に対し、高密度ブラシを押し当てた上で基板を回転させること
により表面上の異物が除去される。このとき、無機質固体層１０４は保護パターン１０９
で覆われているので、洗浄による傷を防ぐことができる。
【００４２】
　図３（ｄ）に示したＡ－Ａ´切断線における断面図を図４（ｂ）に示す。仮に保護パタ
ーン１０９が無い場合、即ち従来の有機ＥＬ表示装置２の場合を図４（ａ）に示す。従来
においては、図４（ａ）に示されるように無機質固体層２０４が剥き出しになっている。
剥き出しの無機質固体層２０４の中でも、特にオーバーコート層２０３が段差になってい
る領域においては無機質固体層２０４が薄くなるため、洗浄によるダメージを受け易かっ
た。本形態に係る有機ＥＬ表示装置に関しては、図４（ｂ）に示されるように当該領域も
含め、無機質固体層１０４は保護パターン１０９で覆われている。従って、無機質固体層
１０４に対する洗浄ダメージを抑制することができる。
【００４３】
　この構造の上に図３（ｅ）に示すように金属膜を成膜し、図３（ｆ）に示すように補助
配線１１０としてパターニングする（Ｓ１０６）。パターニング後、基板を洗浄する（Ｓ
１０７）。洗浄工程はＳ１０６と同様に行われるので、保護パターン１０９が形成されて
いることによって、洗浄時に無機質固体層１０４に傷が付くことを同様に防ぐことができ
る。その上に図５（ｇ）に示すように開口絶縁層１０６を形成する（Ｓ１０８）。本実施
例ではフォトリソ法により、感光性ポリイミドを用いて形成した。図５（ｇ）に示される
第１の開口部１０６１は透明導電膜１０５と、後の工程で形成する陰極１０８との交差す
る位置であり、当該第１の開口部１０６１の１つが１つの画素となる。第２の開口部１０
６２は補助配線１１０と陰極１０８とを接続するコンタクトホールである。
【００４４】
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　その上層に図５（ｈ）に示すように陰極形成用の隔壁１１１を形成する（Ｓ１０９）。
隔壁１１１は逆テーパー形状を有しており、本実施例ではクレゾール樹脂を用いて形成す
る。ここで、カラーフィルタ１０２及びオーバーコート層１０３等の有機層に含まれてい
る水分や有機物を除去するための乾燥を行う（Ｓ１１０）。例えば、隔壁１１１形成後に
真空中２００℃で１時間行い、更に次ステップの直前に露点－８０℃前後の乾燥窒素雰囲
気で２００℃、１０分間乾燥し、大気にふれさせることなく、次ステップへと移る。これ
により、カラーフィルタ１０２、オーバーコート層１０３、開口絶縁層１０６及び隔壁１
１１を含む有機層の水分を、この有機層が露出している部分のみならず無機質固体層が露
出している部分からも除去することができる。
【００４５】
　そして図５（ｉ）に示すように有機膜１０７を形成する（Ｓ１１１）。例えば、銅フタ
ロシアニンを１０ｎｍ厚、α－ＮＰＤ（４，４'－ビス[Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェ
ニルアミノ]ビフェニル）を１００ｎｍ厚、ルブレンをドーピングしたＡｌｑ３（トリス
（８－キノリノラト）アルミニウム）を６０ｎｍ蒸着して形成する。有機膜１０７は少な
くとも表示領域の全体を被覆するように形成される。
【００４６】
　そして図６（ｊ）に示すように一番上から陰極１０８を形成する（Ｓ１１２）。例えば
、０．５ｎｍ厚のＬｉＦと８０ｎｍ厚のＡｌ電極とを蒸着法により成膜し、電子注入層及
び陰極とする。蒸着膜は隔壁１１１の逆テーパー形状によって分離され陰極となる。陰極
１０８は透明導電膜１０５からなる陽極配線と交差する。この交差した部分の開口絶縁膜
１０６に第１の開口部１０６１が設けられている。従ってこの部分において有機膜１０７
に電流が流れ発光部となる。この発光部のそれぞれが画素となる。そして図６（ｋ）に示
すようにオーバーコート層１０３よりも外側の領域において封止基板１１２で封止する（
Ｓ１１３）。最後に図６（ｌ）に示すように実装形状に切断する（Ｓ１１４）。実装形状
に切断された基板に駆動回路を設ける。
【００４７】
　図８は図６（ｌ）に示したＢ－Ｂ´切断線における封止基板１１２が取り付けられた有
機ＥＬ表示装置の断面図である。図に示すように有機膜１０７は透明導電膜１０５と陰極
１０８とで挟持され、陰極１０８は開口絶縁膜１０６のコンタクトホールを介して補助配
線１１０と接続されている。封止基板１１２はエッチングによって設けられた凹部を有し
、当該凹部に乾燥剤１１３を備えている。またガラス基板１０１との接点にはシール剤１
１４を有し、接着性と防水性を確保している。また空間Ｑには乾燥窒素が封入されている
。封止基板１１２は図７に示すフローとは別に製造しておく必要がある。本実施の形態で
は、封止基板１１２はガラス基板であり、乾燥剤１１３はサエスゲッターズ社製乾燥剤で
ある。また、封止基板１１２の凹部はエッチング以外にもサンドブラストによる凹部作成
や金型による硝子の成形加工でもできる。更に、空間Ｑに封入されるのは乾燥窒素に限定
されず、ヘリウムやアルゴンなど、他の乾燥ガスでもよい。
【００４８】
　以上説明したように、本発明の実施の形態１にかかる有機ＥＬ表示装置では、製造工程
中における洗浄工程において無機質固体層１０４に傷が付くのを防ぎ、歩留まりの向上お
よび経時的な欠陥の低減を図ることができる。
【００４９】
その他の実施の形態
　上記の実施形態では、カラーフィルタ方式の有機ＥＬ表示装置について説明を行なった
が、本発明はこれに限られるものではない。本発明は、例えばＣＣＭ（カラーチェンジン
グマテリアル）方式の有機ＥＬ表示装置に対しても利用することができる。ＣＣＭ方式の
有機ＥＬ表示装置では、例えば青緑色に発光する有機発光材料を用いて有機膜１０７を形
成する。そして、図１に示す構成において、Ｒ、Ｇのカラーフィルタ１０２に代えて青緑
色の光を赤色及び緑色に変換する色変換層を設ける。Ｂのカラーフィルタ１０２は、青緑
色の光を所望の青色光に変換する。これにより、有機膜１０７からの青緑色の光は、Ｒ、
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Ｇ、Ｂの三原色の光に変換される。有機膜１０７で発光した光を異なる色の光に変換する
色変換層を１種類設けるようにしてもよい。この場合には、Ｒ、Ｇ、Ｂのカラーフィルタ
のいずれかの代わりに当該色変換層を設ける。そして、この色変換層によって異なる色に
変換された光と、原発光とが混色して白色光が生成される。もちろん、これ以外の色の光
を発光する有機発光材料を用いてもよい。さらには、上記の色以外のカラーフィルタやＣ
ＣＭを用いてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の実施の形態にかかる有機ＥＬ素子基板の一例を示す断面図である。
【図２】本発明の実施の形態にかかる有機ＥＬ表示装置の製造工程を模式的に示す上面図
である。
【図３】本発明の実施の形態にかかる有機ＥＬ表示装置の製造工程を模式的に示す上面図
である。
【図４】本発明の実施の形態及び従来技術に係る有機ＥＬ素子基板の一部を示す断面図で
ある。
【図５】本発明の実施の形態にかかる有機ＥＬ表示装置の製造工程を模式的に示す上面図
である。
【図６】本発明の実施の形態にかかる有機ＥＬ表示装置の製造工程を模式的に示す上面図
である。
【図７】本発明の実施の形態にかかる有機ＥＬ表示装置の製造工程を表すフローチャート
である。
【図８】本発明の実施の形態にかかる有機ＥＬ表示装置の一例を示す断面図である。
【図９】従来技術にかかる有機ＥＬ表示装置の一例を示す断面図である。
【図１０】従来技術にかかる有機ＥＬ表示装置の表示面を表す図である。
【符号の説明】
【００５１】
２　従来の有機ＥＬ表示装置
１０　有機ＥＬ素子基板
１０１　ガラス基板
１０２　カラーフィルタ
１０３　オーバーコート層
１０４　無機質固体層
１０５　透明導電膜
１０６　開口絶縁層
１０７　有機膜
１０８　陰極
１０９　保護パターン
１１０　補助配線
１１１　隔壁
１１２　封止基板
１１３　乾燥剤
１１４　シール剤
２０１　ガラス基板
２０２　カラーフィルタ
２０３　オーバーコート層
２０４　無機質固体層
２０５　透明導電膜
２０６　開口絶縁層
２０７　有機膜
２０８　陰極
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１０６１　第１の開口部
１０６２　第２の開口部
Ｑ　空間
Ｒ　非発光部

【図１】 【図２】
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